FR 2 960 701 - A1

REPUBLIQUE FRANCAISE (D Ne de publication : 2960 701

(an'utiliser que pour les

INSTITUT NATIONAL commandes de reproduction)

DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

- @ N° d’enregistrement national : 1 1 5441 4

PARIS

@ Int CI8: H 01 L 21/56 (2006.01)

® DEMANDE DE BREVET D’INVENTION A1

@ Date de dép6t : 20.05.11.
Priorité : 01.06.10 DE 102010029550.7.

Date de mise & la disposition du public de la
demande : 02.12.11 Bulletin 11/48.

Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : Ce dernier n'a pas été
établi & la date de publication de la demande.

Références a d’autres documents nationaux
apparentés :

@ Demandeur(s) : ROBERT BOSCH GMBH — DE.

@ Inventeur(s) : BRUENDEL MATHIAS, HAAG FRIE-
DER et SCHOLZ ULRIKE.

@Titulaire(s) : ROBERT BOSCH GMBH.

Mandataire(s) : CABINET HERRBURGER.

PROCEDE DE FABRICATION DE COMPOSANTS SEMI-CONDUCTEURS ET COMPOSANTS AINSI OBTENUS.

@ Procédé de fabrication de composants semi-conduc-
teurs, consistant a fixer un film conducteur (14) sur un sup-
port poury coller des puces semi-conductrices (18, 20) avec
une couche d’adhésif (16). La surface active des puces (18,
20) munie des contacts de branchement (22), se trouve sur
le coté tourné vers le film conducteur (14). On effectue le
surmoulage des puces (18, 20) collées au film conducteur
(14) avec une masse moulée (26) et on détache le film (14)
avec une puce (18, 20) surmoulée par rapport au support.
La couche adhésive (16) est structurée pour que les con-
tacts de branchement (22) ne soient pas couverts par la
couche adhésive (16) et par la masse moulée (26).
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Domaine de l'invention

La présente invention se rapporte & un procédé de
fabrication de composants semi-conducteurs comprenant les étapes
suivantes :

- fixer un film conducteur sur un support,

- coller des puces semi-conductrices sur le film conducteur en
utilisant une couche d'adhésif,

* la surface active des puces semi-conductrices munies des
contacts de branchement, étant sur le coté des puces tourné vers
le film,

- surmouler les puces collées sur le film conducteur avec une masse
moulée, et

- détacher le film conducteur avec les puces surmoulées par rapport
au support.

L'invention se rapporte également a des composants
semi-conducteurs comprenant :

- au moins une puce semi-conductrice ayant des contacts de
branchement au niveau de sa surface active,

- un emballage moulé dans lequel au moins une puce semi-
conductrice est intégrée dans la masse moulée de facon qu'au moins
les contacts de branchement restent dégagés, et

- un cablage pour relier des contacts de branchement d'au moins une
puce semi-conductrice.

Etat de la technique

Dans l'électronique grand-public (encore appelée
électronique CE), les composants micro-€lectroniques (circuit intégré IC)
pour l'emballage de premier niveau, sont en général installés sur un
chassis conducteur (Quad Flat Pack No Lead; QFN) ou un substrat de
laminat (Leadless Grid Array; LGA ou Ball Grid Array. BGA), de facon
juxtaposée ou cote a cote et les branchements se font a l'aide de films
de liaison ou en technique dite de "puce retournée’. Aprés le montage
des puces, on enrobe par injection le chassis conducteur ou le substrat
de laminat avec une masse moulée encore appelée masse pressée et on

sépare les différents éléments en sciant. Ces montages sont ensuite
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soudés sur la plaque de circuit de second niveau par le procédé de
soudage a la vague.

Les boitiers appelés "sans conducteurs” tels que les
boitiers LGA ou QFN, remplacent de plus en plus les boitiers équipés de
pattes, tels que les circuits SOIC (Small Outline Integrated) ou les
circuits PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier).

La technique LGA est un procédé de conditionnement en
série a partir de fixations de moule, de films de liaison et de moules
encore appelés injection a la presse. Il faut relativement beaucoup de
place dans l'emballage pour les liaisons par les films. Dans le
développement de la miniaturisation, a développé de nouvelles
propositions d'emballage pour la micro-électronique. Dans le procédé
"Embedded Wafer Level Ball Grid Array", les puces sont utilisées selon
le procédé "prendre et placer” avec la surface active tournée vers le bas,
pour étre munies d'un film adhésif double face et ensuite surmoulée.
On obtient ainsi une plaquette composite ou plaquette reconfigurée
sous la forme d'une plaquette de matiére plastique de préférence sous la
forme d'une plaquette intégrant les puces. Cette plaquette de matiére
plastique est ensuite enlevée du support de sorte que les branchements
des puces sont dégagés. On effectue ensuite le cablage. Pour le cablage,
on utilise les techniques usuelles des couches minces et les matériaux
correspondants. Les pattes de branchement encore appelées contacts
de branchement de la plaquette composite, sont ensuite munies de
bosses de soudage. Les composants sont dégagés de la plaquette
composite par sciage.

Le document DE 10 2007 020 656 Al décrit une piéce
avec des puces semi-conductrices et un procédé de fabrication d'une
telle pieéce. Le procédé de fabrication comprend les étapes consistant a
utiliser au moins deux puces semi-conductrices ayant une premiére et
une seconde surface, a installer les puces semi-conductrices avec la
premiére surface sur le coté supérieur d'une plaque de support, puis a
mettre en place la couche électroconductrice au niveau de la seconde
surface supérieure et ensuite appliquer une masse coulée sur la couche
électroconductrice.
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Exposé et avantages de l'invention

La présente invention a pour objet un procédé du type
défini ci-dessus, caractérisé en ce qu'on réalise la structure de la
couche adhésive pour qu'au moins les contacts de branchement de la
puce semi-conductrice ne soient pas couverts par la couche d'adhésif,
on par la masse moulée.

L'invention a également pour objet un composant semi-
conducteur du type défini ci-dessus, caractérisé en ce que le cablage
comprend un film conducteur structuré et a l'aide d'une couche
adhésive structurée couvrant au moins en partie la surface active, a
laquelle est fixée au moins une puce semi-conductrice,

- la couche adhésive est structurée pour au moins ne pas couvrir les
contacts de branchement des puces semi-conductrices.

Le procédé de fabrication de composants semi-
conducteurs tel que défini ci-dessus et les composants semi-
conducteurs résultant dun tel procédé comme défini ci-dessus,
constituent un emballage de puces miniaturisées a l'extréme et ayant
l'avantage que la surface sensible de la puce est protégée directement
aprés le moulage contre les influences de l'environnement et la
contamination. De plus, ces composants offrent une alternative
économique a la technique des films minces qui nécessitent 1utilisation
de salles blanches. En méme temps, il est possible d'assurer de maniére
simple un accés a la puce intégrée pour les milieux.

L'invention repose sur le principe que la surface sensible
d'une puce peut se protéger simplement en appliquant un film
conducteur sur le support qui recoit provisoirement la puce semi-
conductrice et on colle la puce semi-conductrice avec sa surface active
tournée vers le bas, c'est-a-dire tournée vers le film conducteur, a l'aide
d'une couche adhésive structurée sur le film conducteur. Comme on
utilise une couche adhésive structurée, on peut laisser les pattes de
branchement ou les zones sensibles de la puce, dégagées de l'adhésif.
La puce collée sur le film conducteur est surmoulée. Puis, on enléve le
film conducteur avec la puce surmoulée du support. La surface active
libre de la masse moulée de la puce est complétement couverte par le
film conducteur ce qui évite tout risque de salir a ce niveau la surface
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de la puce. Dans ce contexte l'expression "collage" signifie une liaison
avec une matiere fluide.

De préférence, aprés avoir détaché du substrat, on réalise
le contact pour la liaison du film conducteur avec les contacts de
branchement de la puce semi-conductrice et on met ensuite en
structure le film conducteur avant de séparer les différents composants
semi-conducteurs.

Selon une caractéristique préférentielle de l'invention, on
fixe le film conducteur avec une couche adhésive sur le support. La
couche adhésive est une couche adhésive amovible ne laissant pas de
résidu. L'enlévement de la couche adhésive peut se faire de maniére
thermique ou, si l'on utilise un support transparent, par rayonnement
UV.

La couche adhésive structurée pour fixer la puce semi-
conductrice sur le film conducteur peut étre appliquée sur le film
conducteur ou sur la puce semi-conductrice de la combinaison, c'est-a-
dire avant de séparer les puces. L'application de l'adhésif est ainsi un
procédé exécuté en parallele beaucoup plus rapide et ainsi plus
économique que l'application séquentielle d'adhésif.

L'application structurée de la couche adhésive peut se
faire par sérigraphie. Il est également possible d'utiliser des adhésifs
photostructurés sur lesquels on applique d'abord l'adhésif, puis on
réalise la structure. Dans tous les cas, la couche d'adhésif entre le film
conducteur et la surface de la puce, est structurée avant que la puce ne
soit fixée sur le film conducteur pour éviter une mise en structure
ultérieure de l'adhésif, par exemple avec un laser qui risquerait
d'endommager la puce semi-conductrice. Pour structurer les chemins
conducteurs, on peut utiliser les procédés de lithographie connus en
technique des plaques de circuit.

La mise en structure de la couche adhésive a plusieurs
objectifs. D'une part, les pattes de branchement de la puce sont
dégagées de l'adhésif. Ainsi, ultérieurement, il sera plus simple de faire
la mise en contact du film conducteur avec les pattes de branchement.
D'autre part, les zones sensibles de la puce semi-conductrice restent

ouvertes.
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Dessins

Un procédé de réalisation de composants semi-
conducteurs selon l'invention ainsi qu'un semi-conducteur ainsi réalisé
seront décrits ci-aprés a titre d'exemple dans les dessins annexés dans
lesquels :

- la figure 1 est une vue en coupe d'une premiére étape de fabrication
d'un mode de réalisation d'un composant selon l'invention,

- la figure 2 est une vue en coupe de la seconde étape de fabrication
du mode de réalisation du composant selon l'invention,

- la figure 3 est une vue en coupe de la troisiéme étape de fabrication
du mode de réalisation du composant selon l'invention,

- la figure 4 est une vue en coupe de la quatriéme étape du procédé de
fabrication d'un composant selon l'invention,

- la figure 5 est une vue en coupe de la cinquiéme étape du procédé de
fabrication d'un mode de réalisation dun composant selon
l'invention.

Description de modes de réalisation de l'invention

Dans les différentes figures, on utilisera les mémes
références pour désigner les mémes composants ou des composants de
méme fonction.

La figure 1 est une vue en coupe d'une premiére étape du
procédé de fabrication selon un exemple de réalisation préférentiel de
l'invention.

Selon cet exemple de réalisation préférentiel de
l'invention, on applique d'abord une couche d'adhésif 12 sur une plaque
de support 10. La couche d'adhésif 12 est amovible sans laisser de
résidu. La figure 1 montre la plaque de support 10 munie de la couche
adhésive 12.

La figure 2 est une vue en coupe de la seconde étape du
procédé de fabrication selon un exemple de réalisation préférentiel de
l'invention.

Selon 'exemple de réalisation préférentiel, on fixe un film
de cuivre 14 par la couche adhésive 12 sur la plaque de support 10. La
plaque de support 10 a de préférence la forme dune plaquette, mais

peut également avoir d'autres formes.
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Selon 1'étape suivante, on applique une couche d'adhésif
16 sur une plaquette semi-conductrice et on réalise la structure
appropriée. Pour cela, l'adhésif se structure de préférence par
photogravure. En variante, il est également possible d'appliquer
l'adhésif par un procédé de sérigraphie. L'adhésif est structuré pour
laisser dégagées les pattes de branchement et les zones sensibles des
puces placées sur la plaquette. Ensuite, on divise la plaquette semi-
conductrice pour obtenir les différentes puces semi-conductrices.

En variante a l'application de l'adhésif sur la plaquette
semi-conductrice, il est également possible d'appliquer l'adhésif sur le
film de cuivre 14.

La figure 3 est une vue en coupe de la troisiéme étape du
procédé de fabrication selon l'exemple de réalisation préférentiel de
l'invention.

Aprés avoir séparé les puces semi-conductrice 18 et 20,
on les colle a l'aide de la couche adhésive structurée 16 sur le film de
cuivre 14 pour que la face avec les pattes de branchement 22, soit
tournée vers le film 14 mais sans étre en contact électrique. La figure 3
montre deux puces 18, 20 collées par la couche d'adhésif structurée 16
sur le film 14 fixé au support. Il s'agit dans le présent exemple, de
puces différentes provenant de plaquettes différentes qui ont été toutes
préparées selon le procédé de linvention. La puce 18 est un circuit
intégré deédié (circuit ASCIC). La puce 20 est un capteur ayant une zone
sensible 24. On installe de cette maniére des puces correspondant a un
module sur une plaquette reconfigurée. Toutefois, le procédé selon
l'invention permet également de fabriquer des plaquettes reconfigurées
avec une seule sorte de puces.

Apres avoir collé les puces 18 et 20 sur le film de cuivre
14, on effectue un surmoulage avec une masse 26. Cela peut se faire
par un procédé de compression, d'application d'un film ou de moulage
par transfert. Le choix du procédé de moulage et le choix du format de
traitement, peuvent étre accordés de maniere souple l'un a l'autre.

La figure 4 est une vue en coupe de la quatriéme étape
du procédé de fabrication selon l'exemple de réalisation préférentiel de

l'invention.
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La figure 4 montre la plaquette reconfigurée aprés avoir
enlevé la plaque de support 10. Les puces 18 et 20 sont maintenant
intégrées dans la masse moulée 26 et la face inférieure est couverte par
le film de cuivre 14.

La figure 5 montre une vue en coupe de la cinquiéme
étape du procédé de fabrication selon lexemple de réalisation
préférentiel de l'invention.

Apres avoir détaché la plaquette reconfigurée de la plaque
de support 10, on ouvre les zones du film de cuivre 14 dans lesquelles
on veut réaliser un contact traversant 28 avec les pattes de
branchement 22 des puces 18 et 20; cela se fait de maniére
préférentielle par lithographie et lithogravure ; on réalise la liaison
conductrice par les contacts traversants 28 vers les pattes. Ensuite, on
réalise la structure du film de cuivre 14 pour former les chemins
conducteurs ou les pattes externes ainsi que dégager les zones
sensibles 24 pour l'accés des milieux. La surface métallique est en outre
munie d'une surface appropriée, par exemple susceptible d'étre soudée
et les autres zones seront passivées, par exemple avec un vernis
antisoudure. Suivant l'application, les pattes de cuivre, structurées,
seront munies de billes de soudure 30 ou utilisées comme branchement
LGA. Ensuite, on subdivise la plaquette reconfigurée selon les lignes en
trait interrompu, tracées a la figure S5, pour obtenir les différents
composants. Cela peut se faire par sciage, découpe au laser, découpe
au jet d'eau ou des techniques analogues de découpe.

Le composant semi-conducteur selon l'exemple de
réalisation préférentiel de l'invention est ici un module de capteur avec
une puce ASCIC 18 et une puce de capteur 20, intégrées dans la masse
moulée 26 et reliées électriquement par le film de cuivre 14 structuré.
Les puces 18 et 20 sont en outre reliées par le film conducteur
structuré 14 muni de billes de soudure 30.

La présente invention s'applique d'une maniére
particulierement avantageuse a des modules de capteur multifonction
pour des applications a l'électronique grand-public par exemple des
applications de téléphonie mobile, des assistants personnels
numeériques (PDA), les petits ordinateurs, etc.., nécessitant un
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emballage économique avec des composants miniaturisés a l'extréme.
Mais l'invention n'est pas limitée a de telles puces de capteur et peut
s'appliquer en principe a n'importe quel type de puces semi-
conductrices.
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plaque de support
couche d'adhésif

film de cuivre

couche d'adhésif

puce semi-conductrice
puce semi-conductrice
patte de branchement
zone sensible

masse moulée

bille de soudure
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10

REVENDICATIONS
1°) Procédé de fabrication de composants semi-conducteurs comprenant

les étapes suivantes :

fixer un film conducteur (14) sur un support (10),
- coller des puces semi-conductrices (18, 20) sur le film conducteur

(14) en utilisant une couche d'adhésif (16),

* la surface active des puces semi-conductrices (18, 20) munies des
contacts de branchement (22), étant sur le c6té des puces (18, 20)
tourné vers le film (14),

- surmouler les puces collées sur le film conducteur (14) avec une
masse moulée (26), et

- détacher le film conducteur (14) avec les puces surmoulées (18, 20)
par rapport au support (10),

procédé caractérisé en ce qu'

- on réalise la structure de la couche adhésive (16) pour qu'au moins

les contacts de branchement (22) de la puce semi-conductrice (18,

20) ne soient pas couverts par la couche adhésive (16), ou par la

masse moulée (26).

2°) Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le film conducteur (14) est un film meétallique, notamment un film de

cuivre.

3°) Procédé selon la revendication 1,

caractérisé en ce que

le film conducteur (14) est fixé au support (10) a l'aide d'une couche
adhésive (12).

4°) Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le film conducteur (14) est muni d'une couche adhésive structurée (16).

5°) Procédé selon la revendication 1,

caractérisé en ce que
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la plaquette comportant les puces semi-conductrices, est munie de la
couche adhésive (16) structurée avant de séparer les puces.

6°) Procédé selon la revendication 1,

caractérisé en ce qu'

aprés avoir détaché le support (10), on réalise les contacts (28) pour
relier le film conducteur (14) aux contacts de branchement (22) des
puces semi-conductrices (18, 20).

7°) Procédé selon la revendication 6,
caractérisé en ce qu'
on réalise la structure du film conducteur (14), aprés avoir réalisé les

contacts (22).

8°) Procédé selon la revendication 7,
caractérisé en ce qu'
on sépare les composants semi-conducteurs, aprés avoir réalisé la

structure du film conducteur (14).

9°) Composant semi-conducteur comprenant :

- au moins une puce semi-conductrice (18, 20) ayant des contacts de
branchement (22) au niveau de sa surface active,

- un emballage moulé (26) dans lequel au moins une puce semi-
conductrice (18, 20) est intégrée dans la masse moulée de fagcon
qu'au moins les contacts de branchement (22) restent dégagés, et

- un cablage pour relier des contacts de branchement (22) d'au moins
une puce semi-conductrice (18, 20),

composant semi conducteur caractérisé en ce que

- le cablage comprend un film conducteur structuré (14) et a l'aide
d'une couche adhésive (16) structurée couvrant au moins en partie
la surface active a laquelle est fixée au moins une puce semi-
conductrice (18, 20),

- la couche adhésive (16) est structurée pour au moins ne pas couvrir
les contacts de branchement (22) des puces semi-conductrices (18,
20).
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10°) Composant semi-conducteur selon la revendication 9,
caractérisé en ce que

la puce semi-conductrice est un capteur (20).

11°) Composant semi-conducteur selon la revendication 9,

caractérisé en ce que

la couche adhésive structurée (16) comporte des dégagements pour les
zones sensibles (24) du capteur (20).

12°) Composant semi-conducteur selon la revendication 9,

caractérisé en ce que

l'emballage moulé (26) comporte au moins une autre puce semi-
conductrice (18) reliée électriquement a la puce semi-conductrice (20)
par le film conducteur structuré (14).
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